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集成电路封装技术专题培训班通知

IC Packaging Technology Training Course

各有关单位 ： 

为贯彻落实《国家集成电路产业发展推进纲要》，助推工业和信息化部“软件和集成电路人才培养计划”的实施 ，培养一批掌握核心关键技术、处于世界前沿水平的中青年专家和技术骨干，以高层次人才队伍建设推动共性、关键性、基础性核心领域的整体突破，促进我国软件集成电路产业持续快速发展，由国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟、上海市集成电路行业协会和江苏省半导体行业协会主办，上海乐麸教育科技有限公司与上海张江创新学院承办的“集成电路封装技术 IC Packaging Technology Training Course专题培训班”，特邀请来自国内芯片设计两大龙头企业，展讯通信与华为海思的芯片封装技术专家、日月光封装测试(上海)有限公司副总裁郭一凡担任授课教师。
此次精心设计的培训课程方案将涉及到设计领域、封装制造最先进的封装和集成技术解决方案，包括FOWLP、PoP、FCCSP、ETS、EPS、EDS、FC-QFN、InFO、Coreless、Silicon Interposer、TSV、SiP、IPD、RDL、Fine pitch Copper Pillar等；同时还将重点讨论长期困扰大多数同行的常见技术难题及其对应的策略与建议：包括如何进行封装选型、如何进行封装的Cost Down、如何设计低成本高速、高性能的封装、如何有效地进行封装设计的电性能SI/PI评估与仿真分析、如何进行封装系统的热分析与热管理、量产封装的可靠性设计与实效分析、芯片-封装-系统的协同设计等。通过对这些技术问题的深入讨论与适用技能培训，将有助于集成电路设计企业更好地制定产品研发、需求定义、产品规格以及发展路线，并将促进中国集成电路与半导体产业生态圈的同行之间更好地合作与交流。培训主办单位将进行培训效果评价。
现将有关事宜通知如下 ：

1、 主办单位：

国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟
上海市集成电路行业协会
江苏省半导体行业协会
2、 承办单位：

上海乐麸教育科技有限公司

上海张江创新学院
三、协办单位：

东电电子（上海）有限公司

南京市半导体行业协会

苏州市集成电路行业协会

无锡市半导体行业协会

深圳市半导体行业协会

北京市半导体行业协会

重庆市半导体行业协会
四、参加对象

课程面向相关集成电路企业（包括芯片设计公司、晶圆IC代工厂、封装和组装厂、半导体设备以及原材料制造商）的高管、技术主管、项目主管、封装设计工程师、芯片后端设计工程师、SI/PI仿真分析工程师、Thermal仿真分析工程师、业务经理等；科研机构的研究员和大学教授以及 VC 投资者。课程 PPT为中英文，授课为中文。

五、培训安排

培训时间：2015年12月17日-12月18日（共二天）

培训地点：上海市张江高科技园区高斯路555号 

东电电子（上海）有限公司
日程安排：12月16日 14:00-17:00报到

12月17日 09:00举行开班仪式

12月18日 17:00举行结业仪式

其余为上课时间：09:00-12:00；  14:00-17:00

培训班结束后，将颁发国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟、上海乐麸教育科技有限公司、上海张江创新学院共同证书。

参加培训者可推荐参加国家“软件和集成电路人才培养计划”评选。

六、培训费用

本次课程培训费 2500元/人（含授课费、场地费、资料费、培训期间午餐），学员交通、食宿等费用自理（开课前将提供相关协议酒店信息供选择）。请于2015 年11月30日前将课程培训费汇至如下银行账号。

户  名：上海乐麸教育科技有限公司 

开户行：中信银行上海张江支行

帐  号：8110201013300125043

七、报名方式

请各单位收到通知后，积极选派人员参加。报名截止日期为 2015年 11月 28 日，请在此日期前将报名回执表发送Email 至乐麸教育组委会。 

上海乐麸教育科技有限公司

地址：上海市张江高科技园区祖冲之路2305号B幢1204室
联系人：易勇     手机：  13556831859
电话 ：021- 60345020  400-870-1360  

Email:  training@lemaifu.com    leo.yi@lemaifu.com
上海张江创新学院 

联系 人：花祎敏
电话 ：021-6879 5696

Email：huayimin@innovation-sh.com

附件：1. 报名回执表

2. 课程介绍

3. 课程大纲

4. 授课专家简介

5. 承办单位介绍
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国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟
上海市集成电路行业协会

  江苏省半导体行业协会

二O一五年十月十三日

附件2：课程介绍

本课程将讨论与分享主流量产的、最新的封装类型与芯片封装集成技术方案，并将重点谈论封装选择的主要考虑因素、降低封装成本的主要途径、低成本高速高功耗封装的设计挑战、对策与设计规则、铜柱凸块倒装芯片量产面临的良率挑战、失效分析及可靠设计与验证技术方法、封装的电性能SI/PI/EMI/EMC评估与仿真分析EDA工具、封装热性能仿真与分析、流体动力学散热EDA软件、电与热分析结果评判与验证标准规范、芯片-封装-系统协同设计方法学、倒装芯片后端与封装Redistribution Layer (RDL)设计等工程经验技术。课程还将讨论到最新的产业生态系统的发展现状和行业领跑者的革新技术，包括封装材料与制程工艺，如铜芯锡球、低电阻率银合金线、细间距bumping与TC NCP技术等。

This class will discuss and share a few engineering skills, including mainstream package types, chip package integrated solutions, and explore major consideration Factors of package selection, several methods of cost down, design challenge, strategy, design rules of low cost, high speed, high power package; mass production yield challenge, failure analysis, reliability design and verification approach for copper pillar bump package; electrical performance evaluation, modeling, analysis, including SIPI, EMC,EMI, thermal performance evaluation, electrical EDA tools, fluid and mechanical CAD tools, specification, criteria of signoff, advanced chip-package-system co-design and redistribution(RDL) design etc.

The latest industry ecosystem development status and key player’s leading edge technology push will also be discussed. Materials, package assembly process, for example, Copper Core Solder ball, Low resistance Silver bonding wire, fine-pitch bumping and TC NCP technology will also touched.
附件3：课程大纲

1、Mainstream package types and chip package integrated solutions 

主流封装类型与芯片封装集成技术


Lead Frame /FC-QFN/FBGA/PBGA/SiP


FOWLP/FIWLP/PoP/FCCSP/FCBGA


2.5D Silicon Interposer /3D TSV /InFO


IPD /RDL /Copper Pillar

2、Packaging selection consideration factors

封装选择的考虑因素



Cost 封装本身成本


Size尺寸大小   厚度


IO / Interconnection  引脚数量 /互连


PCB Fanout、 System Cost 系统成本


Performance (Electrical , Thermal, Mechanical ) 性能


Yield, SMT, Testing, Reliability  良率，SMT, 测试， 可靠性

3、Package Cost Down solutions

降低封装成本策略


基板Substrate  THR/HDI  


ETS/EPS/EDS/Coreless


Materials


Design rule   W/S


Test Cost


Yield


System Cost

4、Low-cost high performance Package design method

低成本高速高性能封装的设计规则


Impedance /Crosstalk  NEXT  FEXT


Shileding rule 


Trace width /space 


Substrate structure

5、Package Electrical  characterization 

封装电性能分析SI/PI/EMC/EMI


Signal Integrity and Power Integrity fundamentals


Resistance / Inductance /Capacitance  (RLC)


Impedance /Cross talk /Skew/ Return Loss /Insertion Loss


PDN /IR-Drop /Current Density /Ripple noise


Decouping / Die model /Co-simulation


IBIS /S-parameter /Broadband spice

6、Package Thermal  characterization  

封装热性能分析 Theta-JA/JB/JC


计算流体动力学  and Power Integrity fundamentals


热传导 /热对流 /热辐射 /封装结构与材料 /热传导系数


边界条件 封装建模 网格划分 仿真求解 结果分析


Still Air  /Forced Air Flow


Fan/Heat sink /Head spreader /One-piece Lid


TIM/Molding/Underfill/DIA/Film


JEDEC PCB /Substrate/Die


CAD Tools (Icepak and Florham)


CTM model , Thermal resistance, Thermal runaway.

7、Chip-Package-System Co-design 

芯片-封装-系统协同设计


IO PAD Cell  /Bump Cell /Hard macro Cell


IO Ring /Floorplan


Bump Cell /Bump Structure/Bump pitch /Bump pattern


Bump Rule Check


RDL Design /Power stripe


Metal Density Rules


Reliability design rule


Interconnection/ Redefine IO sequence


ESD/Low loop path/ power ground return


Resistance / Inductance /Capacitance  (RLC)


DIE-PKG Power integrity /RLC parasitic parameters

8、Mass production ,Reliability , Failure  Analysis

量产封装的可靠性设计与失效分析


Reflow/Warpage /ELK Crack


Coplanarity and Dynamic Warpage


Chip Failure /RMA


Failure analysis


Progress adjustment or Design modification

9、Latest industry ecosystem development status 

行业生态圈的最新技术


EDA tools status /Design and Simulation


Materials (Solder, Molding, Wire bond, TIM, Bumping)


Process /Equipment
       Package Assembly Technology
附件4：授课专家介绍
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郭叙海 Steven Guo
展讯通信(上海)有限公司
芯片封装协同设计
技术总监
郭叙海先生在2012年7月加入展讯通信有限公司，与来自美国的高级副总裁John Rowland 一起，组建了芯片封装协同设计团队(Codesign Team), 目前Steven担任该部门的负责人, 带领团队负责数字基带与应用处理器以及模拟混合信号IC的Flipchip 芯片协同设计、芯片级功耗与电源完整性分析、芯片-封装-板级系统的互连信号完整性与电源完整性，芯片封装散热性能仿真分析与评估等方面的设计流程、方法学开发与技术管理工作。 

郭叙海先生在芯片设计与半导体行业，拥有13年的工作经验，是国内最早从事跨平台（芯片-封装-板级系统）协同设计与仿真分析的技术专家。在加入展讯之前，Steven曾在国内最大的芯片Design Service公司VeriSilicon 工作超过8年，在这期间参与了组建板级系统设计、封装设计、芯片协同设计与噪声分析的技术团队并作为该方向的负责人；并在2008-2009年期间，参与了高速高功耗系列ASIC设计项目，与IBM的团队、技术专家合作，完成了多颗复杂高速高功耗网络处理器芯片的一次性成功Tapeout的设计。 

郭叙海先生在2002年获得上海大学通信学院硕士学位，在芯片封装领域申请3篇专利，并已在期刊与杂志发表10多篇文章，还是Cadence CDNLive的连续多年的技术演讲嘉宾。
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符会利 博士
华为 海思   首席封装专家

	Dr. Fu is currently working for Huawei (Hisilicon Semiconductor) as chief IC packaging expert and department director of Packaging Engineering Dept, in charge of all IC packaging activities for Huawei. He has more than 20 years experience on R&D and semiconductor industry, focusing on IC packaging design/development, packaging process, thermal management and high speed signal integrity and power integrity. 

Dr. Fu has extensive experience on both R&D and industry. Previous to the existing job at Huawei, he worked as Director of Process and Packaging Engineering in ASAT, R&D Director and Chief Technologist at Advanced Interconnect technologies (AIT) Ltd in Singapore, and other technical and management positions in the industry, university and national research institutes.




郭一凡 博士      
日月光封装测试(上海)有限公司 副总裁  VP
Dr. Yifan Guo is vice president of ASE Assembly and Test in Shanghai, China. In past 30 years, he has taken positions as Professors and Adjunct Professors at Virginia Tech, State University of New York at Binghamton and University of California at Irvine. He has also worked for IBM, Motorola, Skyworks, ASE, and held positions for middle and high level management in charges of R/D, engineering and operation. He has published 7 book chapters, 9 patents and more than 50 refereed journal papers. Yifan Guo got his Ph.D degree from Engineering Science and Mechanics (ESM) Department at Virginia Tech. and MBA degree from School of Business, University of Redlands in California
附件5：承办单位介绍
上海乐麸教育科技有限公司(简称乐麦夫 eq \o\ac(○,R))，成立于2014年，是国内首家专注提供电子信息与集成电路全领域（包括集成电路设计、芯片封装设计、高速系统设计、信号完整性与电源完整性SI/PI/EMC/EMI、IBIS/AMI Modeling、晶圆制造、封装制造测试、半导体设备与原材料、系统软硬件等）技能类培训课程的教育机构。乐麸目前承担国家“软件和集成电路人才培养计划”和“高端装备人才培养计划”的组织实施工作。与集成电路、半导体行业资源、企业一线资深工程师、国际顶尖研究机构的紧密合作，应用便利的互联网、大数据、云计算等最新技术，将最适用的职业技能，通过灵活的在线课程服务于全球的高校大学生、企业员工，同时也推出线下专题类公开技能课程，旨在为我国的半导体企业与电子产品系统公司定向培养与输送高质量的紧缺技能人才。 

乐麦夫 eq \o\ac(○,R)正在与世界顶尖科研机构和著名跨国公司、高校如比利时 IMEC、德国弗朗霍夫研究院、美国麻省理工学院计算机中心、斯坦福大学、IBM、MICROSOFT、CISCO、芬兰NOKIA、瑞士洛桑国际学院等洽谈开展合作。

上海张江创新学院(ZJII)，是在商务部和上海市政府、浦东新区区委和区政府的领导下，上海张江创新学院诞生于2006年10月，是上海张江（集团）有限公司负责承办的一个大学学历后学位后高层次职业培训机构。上海张江创新学院拥有软件与信息技术分院、微电子设计与应用分院和科技创业培训分院等七家分院;上海张江创新学院向上海市其他社会培训机构输出品牌和培训管理。
